

プリント基板実装は、平面基板を使用することが一般的ですが、最近では三次元実装に関して展示会や企業のホームページで見かける機会が多くなっています。

そこで、京都実装技術研究会では、現在実験に使用しているリフロー炉を使用して、３Ｄ基板等への電子部品の実装実験を行いますので、見学を希望される方を募集します。
◇日　時　 平成３０年４月２６日（木）　１３:３０ ～ １６:３０

　　　　　　
◇場　所　 京都府産業支援センター(1F)（京都府中小企業技術センター）企業連携技術開発室
· 内　容　アントム㈱製リフロー炉を使用して、３Ｄ基板等への実装実験を行う。
講　師　河合一男氏（京都府中小企業特別技術指導員）

1  クリームはんだによる実装【車型3D基板】
・はんだ塗布（温度プロファイルの作成（ΔT温度差対応）、はんだダレ（部品ズレ）の対策、部品搭載）
2  はんだめっき（クリームはんだを使用しない）による実装【車型3D基板】
　　　  ・フラックス塗布（部品搭載）
3  球型３Ｄ基板への実装
4  手はんだ・ロボットはんだからリフロー化　

・被膜撚線のはんだ付け（センサー部品）、被膜（耐熱80度以下）とリード（230度以上）の温度差への対応方法

5  フロー基板（電源基板）のリフロー化　
・冶具の活用による断熱

注)④、⑤は、時間により温度プロファイルの作成とはんだ溶融確認のみになります。

◇定　員　　8名（先着順・定員になり次第、締め切ります。また、定員が少ないため１社1人とします。）
※　定員を超えた場合のみ連絡します。申込を受付けた場合は特に連絡しませんので、当日お越しください。

◇参加費　　会員　無料　　　非会員　５,000円（当日支払い）

◇申込締切日　平成３０年４月２４日（火）まで

◇問合せ先  　京都府中小企業技術センター　応用技術課　電気・電子担当

（京都実装技術研究会事務局）
  　　　　　　TEL ０７５-３１５-８６３４　　FAX ０７５-３１５-９４９７
  　　      　E-mail　 jisso@kptc.jp
  　　　　　　〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
◇申込先　　　同　上（できる限りメールでお願いします。）
京都府中小企業技術センター　応用技術課　電気・電子担当　宛

　

　E-mail（jisso@kptc.jp）　FAX　075-315-9497
お申し込みは、できる限りE-mailでお願いします。
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※　申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。
なお、会へのE-mail登録を有にしていただきますと、当セミナー主催者による各種セミナー等に関する情報を、電子メール・メールマガジンや郵便によりお知らせさせていただきます。
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◆ＪＲをご利用の場合


　　○丹波口駅から　西へ徒歩５分


　　　 七本松通南へ200m東側





◆市バスをご利用の場合


　　○阪急大宮駅から32系統「京都外大前」行


　　○阪急西院駅から75系統「京都駅」行


　　○京阪祇園四条駅から80系統「京都外大前」行


　　　 上記の市バスで「京都リサーチパーク前」下車


　　   七本松通を南へ200m東側





◆地下駐車場　


　　　　入庫後20分無料


　　　　昼間（08:00～20:00）100円／20分


　　　　夜間（20:00～08:00）100円／60分


　　　　※平日最大1800円まで









